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© Chipkarte mit einem elektronischen Modul und Verfahren zur Herstellung einer solchen Chipkarte 

© Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, die einen ein- oder 
mehrschichtigen Kartenkdrper aufweist, in dem ein eJektro- 
nisches Modul eingebettet ist. Die Schichten des Kartenkor- 
pers bestehen a us Papier und/oder Karton und werden 
durch thermoaktivierbare Kleber oder HaftkJeber miteinan- 
der verbunden. Die Chipkarten werden in Endlostechnik 
hergestellt, wobei die einzelnen Kartenschichten von Endlos- 
rollen bereitgestellt, mit den notwendigen Fenstern fur die 
Aufnahme des Moduls versehen und schliefclich miteinander 
verbunden werden. In die entstandenen Aussparungen wer- 
den die Module eingesetzt. Die einzelnen Karten werden 
ausgestanzt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen ein- oder mehrschichti- 
gen Datentrager mit einem eingebetteten elektroni- 
schen Modul, insbesondere Chip-Karten. Desweiteren 
betrifft die Erfindung ein Herstellungsverfahren fur sol- 
che Datentrager. 

In der Vergangenheit sind verschiedene IC-Karten 
bekannt geworden, die nach unterschiedlichen Verfah- 
ren hergestellt werden. 

So ist beispielsweise aus der EP-B1 0 140 230 eine IC- 
Karte bekannt, die aus mehreren Kunststoffschichten 
aufgebaut ist und in der sogenannten Larainiertechnik 
hergestellt wird. Dazu wird ein Aufbau, bestehend aus 
einer oberen Deckschicht, mindestens einer Kern- 
schicht und einer unteren Deckschicht bereitgestellt 
Zwischen der oberen Deckschicht und der Kernschicht 
wird ein elektronisches Modul, bestehend aus einem 
Substrat, auf dem ein integrierter Schaltkreis mit Kon- 
taktflachen angeordnet ist, plaziert Dieser Aufbau wird 
unter der Einwirkung von Warme und Druck miteinan- 
der verbunden, wobei die Kontaktflachen des Moduls in 
Aussparungen der oberen Deckschicht und der inte- 
grierte Schaltkreis in einer Aussparung der Kernfolie zu 
Iiegen kommen. Der Verbund der Kunststoffschichten 
entsteht dadurch, daB die Schichten beim Laminieren 
erweichen und sich miteinander verbinden. Bei der fer- 
tiggestellten Karte ist das Modul zwischen der oberen 
Deckschicht und der Kernschicht eingebettet 

Aus der EP-A1 0 493 738 ist weiterhin eine IC-Karte 
bekannt, die in der sogenannten Montagetechnik herge- 
stellt wird Diese Technik zeichnet sich dadurch aus, daB 
zunachst ein Kartenkdrper mit einer mehrstufigen Aus- 
sparung bereitgestellt wird. Danach wird das elektroni- 
sche Modul in die Aussparung eingebracht und verklebt 
Dies geschieht bei der EP-A1 0493 738 mit einem ther- 
moaktivierbaren Kleber. 

Der bereitgestellte Kartenkdrper kann z. B. durch La- 
minieren mehrerer Kunststoffschichten zunachst ohne 
Aussparung erzeugt werden. In einem weiteren Schritt 
wird dann die Aussparung z. B. durch Fra*sen erzeugt 

Der Kartenkdrper kann aber auch anderweitig her- 
gestellt werden. So ist es beispielsweise aus der DE-A1 
41 42 392 bekannt geworden, den Kartenkdrper in 
Spritzgufltechnik zu fertigen. Hierfilr wird eine Spritz- 
guBform verwendet, deren Formraum der Form eines 
Kartenkdrpers entspricht Wahrend des SpritzguBvor- 
ganges wird nach nahezu vollstandiger Fullung des 
Formraums die Aussparung im Kartenkdrper mit einem 
beweglichen Stempel erzeugt, der in den Formraum ein- 
gefahren werden kann. Nach der Fertigsteilung des 
Kartenkdrpers wird in einem zweiten Schritt das elek- 
tronische Modul eingeklebt 

Alternativ ist es mdglich, den beweglichen Stempel 
direkt dazu zu nutzen, das Modul in die noch nicht er- 
hartete Kunststoffmasse des Kunststoffkdrpers zu druk- 
ken. In diesem Fall ist die Herstellung des Kartenkdr- 
pers und die Einbettung des Moduls in einem Arbeits- 
gang abgeschlossen. 

In SpritzguBtechnik hergestellte IC-Karten sind auch 
aus der EP-B1 0 277 854 bekannt Dort wird vorgeschla- 
gen, das elektrpnische Modul bereits wahrend des Ein- 
spritzvorgangs der Kunststoffmasse in die SpritzguB- 
form einzulegen. Das Modul wird durch von auBen an- 
gelegte Saugluft in der SpritzguBform fixiert Der GuB- 
kdrper des Moduls, der den integrierten Schaltkreis 
schtitzt, ist schrag geformt und wird so durch das umge- 
bende SpritzguBmaterial sicher im Kartenkdrper gehal- 
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ten. 

ZusStzIich zu den Verfahrensschritten zur Herstel- 
lung des Kartenkdrpers und zur Einbettung des Moduls 
gemaB DE-A1 41 42 392 oder EP-B1 0 277 854 sind fQr 
5 die Aufbringung von Druckbildern auf die Kartenober- 
flache weitere MaBnahmen vorzusehea Aus der EP- 
Bl 0 412 893 ist hingegen ein SpritzguBverfahren zur 
Herstellung von IC-Karten bekannt, bei dem die 1C- 
Karte wahrend des SpritzgieBens auch bereits mit ei- 
io nem grafischen Element versehen werden kann. Dazu 
wird eine kartengroBe Papierschicht, die beidseitig be- 
druckt ist, in die GuBform eingelegt Danach wird in die 
GuBform ein transparentes Kunststoffmaterial einge- 
spritzt, so daB bei dem fertiggestellten Kartenkdrper 
15 das Druckbild von beiden Kartenseiten zu sehen ist Bei 
dem Verfahren kann eine Aussparung fur das elektroni- 
sche Modul entweder durch einen in die GuBform ra- 
genden Stempel erzeugt werden, oder aber es kann das 
Modul direkt in der GuBform fixiert und umspritzt wer- 
20 den. 

Bei den genannten Verfahren besteht der ein- oder 
mehrschichtige Kartenkdrper aus Kunststoffmaterial 
Bei der Laminiertechnik werden die Kartenschichten 
dabei unter der Einwirkung von Warme und Druck mit- 
25 einander verbunden und abschlieBend wieder abge- 
kuhlt Dafur ist ein relativ hoher Zeitaufwand notwen- 
dig. Obwohl derartige Karten im Stapel sogenannter 
Mehrnutzenbdgen "paketweise" hergestellt werden und 
obwohl das elektronische Modul bei der Verschwei- 
30 Bung der Kunststoffschichten bereits miteinlaminiert 
werden kann, ist der Durchsatz der fertiggestellten Kar- 
ten pro Zeiteinheit doch stark begrenzt Diese Begren- 
zung schlagt sich naturlich auch im Kartenpreis nieder. 
Bei der SpritzguBtechnik ist die Herstellung des Kar- 
35 tenkdrpers bzw. der IC-Karte relativ einfach und mit 
geringerem Zeitaufwand zu realisierea Die Anlagen fur 
die Fertigung von SpritzguBkdrpern bzw. SpritzguBkar- 
ten haben jedoch einen hohen Anschaffungspreis. Dar- 
Qber hinaus sind diese Anlagen vorwiegend fflr die Ein- 
40 zelkartenfertigung konzipiert, so daB der Durchsatz pro 
Zeiteinheit in der selben GrdBenordnung wie bei lami- 
nierten Karten bleibt 

Aus dem oben gesagten folgt, daB eine weitere Ko- 
stensenkung des Sttickpreises einer IC-Karte mit den 
45 bisher zur Herstellung der IC-Karte verwendeten Tech- 
niken, wenn tiberhaupt, nur noch in einem gertngen Urn- 
fang mdglich ist 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, eine IC-Karte 
vorzuschlagen, bei der der Kartenaufbau und das Ver- 
50 fahren zur Herstellung der Karte eine weitere Kosten- 
reduzierung ermdglichen. 

Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merk- 
male des Hauptanspruchs geldst 
Die Vorteile der Erfindung sind insbesondere darin zu 
55 sehen, daB die fQr den Kartenaufbau bendtigten Papier- 
schichten, unabhangig davon, ob es sich bei der Karte 
um eine Einschicht- oder Mehrschichtkarte handelt, von 
der Rolle bereitgestellt werden kdnnen und die Papier- 
IC-Karte somit in Endlostechnik zu fertigen ist Hierbei 
60 ist eine Verkiebung mehrerer Schichten sehr einfach 
mdglich, da die entweder kalt oder mit Hilfe diinner 
thermoaktivierbarer Kleber verklebten Schichten ohne 
aufwendige Wartezeiten gefertigt werden kdnnen. Dar- 
uber hinaus kdnnen sSmtliche aus der herkdmmlichen 
65 Papierverarbeitung bekannten Technologien auf die 
Herstellung der Papier- IC-Karte ubertragen werden, 
sowohl was die Verbindung der einzelnen Karten- 
schichten als auch was die Bedruckung der Karten- 
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schichten anbelangt So konnen beispielsweise die aus 
der Papiertechnik bekannten Drucktechniken kosten- 
gunstig, z. B. durch Rollen- oder Bogenbedruckung der 
Schichten eingesetzt werden. Hierbei sind alle aus der 
Papiertechnik bekannten Druckqualitaten erreichbar. 
Ferner ist die Papier-IC-Karte im Gegensatz zur Kunst- 
stoffkarte umweltschonend und recycelfahig. Ein weite- 
rer Vorteil der IC-Karte ist, da3 sie je nach verwende- 
tem Kleber eine hohe Thermostabilitat aufweist Ferner 
ist die Papier-IC-Karte aufgrund ihrer saugfahigen 
Oberflache in einfacher Art und Weise mit individuellen 
Daten zu versehen, beispielsweise mit einem Tinten- 
strahldrucker. SchlieBIich kann die Papier-IC-Karte mit 
alien Sicherheitsmerkmalen versehen werden, die aus 
dem Wertpapierbereich bekannt geworden sind Bei- 
spielsweise ware es mdglich, eine der Papierschichten 
mit einem aus dem Banknotenbereich bekannten Si- 
cherheitsfaden zu versehen und diesen in die Karte zu 
integrieren. 

Wie der Stand der Technik belegt, hat sich die ge- 
samte, nunmehr fast 20jahrige Entwickiung der IC-Kar- 
te an Kunststoff als Material fur den Kartenkorper 
orientiert Dies ist deswegen unmittelbar verstandlich, 
da mit Kunststoff ein Material ausgewahlt worden ist, 
das sowohl langlebig ist als auch eine hohe Widerstands- 
fahigkeit aufweist 

Im Laufe der Entwickiung der IC-Karte sind aller- 
dings auch Anwendungen bekannt geworden, bei denen 
die Karten auch fur kurzere Laufzeiten eingesetzt wer- 
den. Als Beispiel fur eine solche Anwendung sei die 
Telefonkarte genannt. Es wurde aber auch bei der Wahl 
fur das Kartenmaterial von Telefonkarten der Kunst- 
stoff einfach ubernommen. Es bestand also offensicht- 
lich ein Vorurteil in der Fachwelt, andere Materialien als 
Kunststoff fur die Herstellung von Karten mit integrier- 
tem Schaltkreis uberhaupt in Betracht zu ziehen, weil 
man nur mit diesem Material giaubte, Karten herstellen 
zu konnen, die den notwendigen Schutz fur den emp- 
findlichen IC-Baustein bieten. Trotz der obengenannten 
erheblichen Vorteile, die eine Karte aus Papier oder 
Karton bietet, wurde jedenfalls dieses Material bisher 
zur Herstellung von Karten mit integriertem Schaltkrei- 
sen nicht in Betracht gezogen. 

In einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung wird zunachst ein Papierkartenkorper hergestellt, 
in den das elektronische Modul spater eingeklebt wird. 
Hierbei kann der Kartenkorper aus mehreren Papier- 
schichten oder aus einer Kartonschicht bestehen. 

In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
wird das elektronische Modul waJirend der Herstellung 
der Karten in den Kartenkorper einlaminiert Hierbei 
kann das Modul entweder zwischen zwei Schichten ein- 
gebettet oder aber auch in einer Aussparung eingeklebt 
werden. 

In einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
wird ein elektronisches Modul, das fQr einen nichtberuh- 
renden Datenaustausch geeignet ist, wahrend des Lami- 
niervorgangs mehrerer Kartenschichten in eine Ausspa- 
rung der Kernschicht eingebracht 

In Zusammenhang mit den nachstehenden Figuren 
werden Ausfuhrungsbeispiele und weitere Vorteile der 
Erfindung naher eriautert, darin zeigt: 

Fig. 1 eine IC-Karte in Aufsicht 

Fig. 2 einen Querschnitt durch einen Kartenkorper- 
schichtaufbau 

Fig. 3 einen Querschnitt durch einen Kartenkorper 
mit einer Aussparung 

Fig. 4 einen Schichtaufbau fur eine in Laminiertech- 
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nik herzustellende Karte im Querschnitt 

Fig. 5 einen Schichtaufbau fur eine in Laminiertech- 
nik herzustellende Karte im Querschnitt 
Fig. 6 ein Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte. 

5 Fig. 1 zeigt eine IC-Karte mit einem elektronischen 
Modul 1 in einem Kartenkorper 3 in Aufsicht. Der Kar- 
tenkorper 3 verfugt uber Abmessungen, die in einer 
ISO-Norm mit der Bezeichnung ISO 7810 festgelegt 
sind. Das elektronische Modul 1 ist an einer definierten 

io Position in den Kartenkorper eingebettet, die ebenfalis 
durch eine ISO-Norm mit der Bezeichnung ISO 7816/2 
festgelegt ist ErfindungsgemaB ist der Kartenkorper 3 
der IC-Karte aus einer bzw. aus mehreren Papier- und/ 
oder Kartonschichten hergestellt 

15 Fig. 2 zeigt einen mehrschichtigen Kartenaufbau im 
Querschnitt vor der Laminierung der einzelnen Karten- 
schichten. Der Kartenaufbau besteht aus einer oberen 
Deckschicht 5, einer Kernschicht 7 und einer unteren 
Deckschicht 9. Die Kernschicht 7 ist beidseitig mit einer 

20 dunnen thermoaktivierbaren Kiebeschicht 11 versehen, 
mit Hilfe derer die Schichten verklebt werden. Vor dem 
Zusammenfuhren der einzelnen Schichten werden in die 
Schichten 5 und 7 Fenster 13 bzw. 15 eingestanzt, so daB 
nach dem Zusammenfuhren und Verkleben der drei 

25 Schichten eine zweistufige Aussparung in dem Karten- 
korper entsteht Die Fertigung des Kartenlaminats kann 
in groBen Durchsatzen erfolgen. So konnen die Schich- 
ten 5, 7 und 9 von Rollen bereitgestellt werden und zur 
Laminierung durch geheizte Laminierrollen geftihrt 

30 werden, zwischen denen die thermoaktivierbaren Kle- 
beschichten aktiviert werden. Es entsteht also ein End- 
loslaminat, das in entsprechenden Abstanden mit den 
Aussparungen zur Aufnahme des elektronischen Mo- 
duls versehen ist Aus diesem Endloslaminat werden in 

35 einem weiteren Verfahrens schritt die einzelnen Kar- 
tenkorper ausgestanzt In die Aussparung des Karten- 
korpers werden die elektronischen Module 1 einge- 
klebt Der notwendige Kleber kann sich entweder am 
Modul direkt befinden oder z. B. in Form eines Flussig- 

40 klebers in die Aussparung eingebracht werden. Der Ein- 
bau des Moduls in den Kartenkorper ist vor oder nach 
dem Ausstanzen der Karte mdglich. 

Urn die Verbundfahigkeit zwischen dem Modul und 
dem Kartenkorper zu erhohen, kann anstatt des ober- 

45 halb der Kartenschicht liegenden thermoaktivierbaren 
Klebers 1 1 die Kernschicht 7 mit einem Gewebe 8 ver- 
sehen werden, das mit einem thermoaktivierbaren Kle- 
ber getrankt ist In der Fig. 2 ist das Gewebe durch die 
Punkte in der oberen thermoaktivierbaren Schicht 11 

50 angedeutet. Das Gewebe kann so gewahlt werden, daB 
es eine optimale Verbundfestigkeit zwischen dem elek- 
tronischem Modul und dem Kartenkdrper erlaubt Bei 
der fertiggestellten Karte befindet sich das Gewebe also 
zwischen der Deckschicht 5 und der Kernschicht 7. 

55 Durch die feste Verbindung des Moduls mit dem Gewe- 
be ist bei der fertiggestellten IC-Karte das Modul also 
zwischen den Kartenschichten verankert Alternativ zu 
einem Gewebe, das sich ganzflachig auf der Kernschicht 
7 befindet, ist auch mdglich, die Kernschicht 7 nur im 

6 o Bereich des Fensters 15 mit einem Gewebe oder einer 
Folie zu versehen. Hiermit sind die obengenannten Ef- 
fekte auch zu erzielen. 

Das in der Fig. 2 gezeigte Modul tragt auf seiner 
Oberflache 12 Kontaktflachen fur die beruhrende Kon- 

65 taktabnahme. Alternativ kann die IC-Karte auch mit 
einem elektronischen Modul versehen werden, das fur 
einen beruhrungslosen Datenaustausch geeignet ist Ein 
solches Modul kann in dem Fenster 15 eingelegt wer- 
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den. In diesem Fall kann also auf das Fenster 13 in der 
Deckschicht 5 verzichtet werden, so daB bei der fertig- 
gestellten IC-Karte das Modul fur den berflhrungslosen 
Datenaustausch in dem Fenster 15 zwischen den Deck- 
schichten 5 und 9 liegt 

Fig. 3 zeigt den Kartenkdrper einer einschichtigen 
Kartonkarte im Querschnitt Der Karton 17 kann eben- 
falls von einer Rolle bereitgestellt werden. In den Kar- 
ton werden in entsprechenden Abstanden Fenster 15 
eingestanzt Ferner wird durch Tiefpragung des Kar- 
tons 17 im Bereich des Fensters 15 eine Aussparung 19 
geringer Tiefe erzeugt,die einen grdBeren Durchmesser 
als das Fenster 15 aufweist In die entstandene Ausspa- 
rung des Kartons kann das elektronische Modul 1 einge- 
klebt werden, wobei als Klebeschicht der Boden der 
Aussparung 19 genutzt wird. Das Modul kann wiederum 
mit Hilfe eines am Modul befmdlichen Klebers, der als 
thermoaktivierbarer Kleber oder als Haftkleber ausge- 
biidet sein kann, oder mit Hilfe eines Flussigklebers in 
die Aussparung eingeklebt werden. Die Karte kann vor 
oder nach dem Einkleben aus dem Endloskarton ausge- 
stanzt werden. Bei der fertiggestellten IC-Karte kann 
sich auf der ROckseite der Karte im Modulbereich noch 
ein Teil des Fensters 15 befinden, der nicht durch das 
Modul ausgefQllt ist Urn der Karte ein besseres Ausse- 
hen zu verleihen, kann dieser Teil noch zusatzlich, z. B. 
durch VergieBen mit einer GuBmasse oder durch ande- 
re MaBnahmen geschlossen werden. 

Fig. 4 zeigt wiederum einen mehrschichtigen Karten- 
aufbau vor dem Laminieren im Querschnitt Die Schich- 
ten 5, 7 und 9 sind identisch mit denen aus der Fig. 2. 
Zusatzlich zu diesen Schichten weist der Aufbau noch 
separate Klebeschichten 21 und 23 auf, die auch mit 
entsprechenden Stanzungen versehen sind. 

Die Klebeschichten 21 und 23 konnen entweder als 
thermoaktivierbare Schichten oder als Haftkleber- 
schichten ausgebildet sein. Im Ietzteren Fall mussen die 
Fenster in den Schichten erstellt werden, wenn die 
Schichten noch mit einem Silikonband beschichtet sind, 
urn ein Verkleben der Stanzwerkzeuge zu vermeiden. 
Nach dem Stanzen der Fenster konnen die Silikonban- 
der von den Haftklebeschichten ab- und auf bereitge- 
stellte Rollen aufgerollt werden. 

Das elektronische Modul 1 kann bereits vor der Rol- 
lenlaminierung in die Fenster der Klebeschicht 21 derart 
eingelegt werden, daB der Kontaktflachenbereich auf 
der Klebeschicht 21 aufliegt und der Bereich des Mc~ 
duls, der den integrierten Schaltkreis aufnimmt, sich in 
dem Fenster befindet, so wie es in der Figur gezeigt ist 
Bei dem Laminieren der gezeigten Kartenschichten 
wird das gezeigte Modul also gleichzeitig mit der Klebe- 
schicht 21 in der Aussparung des Kartenk6rpers ver- 
klebt 

Falls das elektronische Modul nicht bei der Laminie- 
rung des Kartenkorpers in die Aussparung eingeklebt 
werden soli, ist es auch mOglich, das Fenster in der Kle- 
beschicht 21 genau so groB auszustanzen wie das Fen- 
ster in der Deckschicht 5. In diesem Fall bleibt die Schui- 
ter der zweistufigen Aussparung beim Laminieren der 
Schichten frei von der Kleberschicht, so daB bei der 
Erwarmung dieser Schicht kein Klebermaterial auf die 
Oberfl&che der Karte dringen kann. Eine solche Ausfuh- 
rungsform ist besonders vorteilhaft, wenn der ausge- 
stanzte Kartenkorper als Zwischenprodukt gelagert 
werden soil. Auch der in der Fig. 4 gezeigte Kartenauf- 
bau ist besonders zur Einbettung eines Moduls fQr den 
beriihrungslosen Datenaustausch geeignet In diesem 
Fall kann wiederum auf die Fenster in den Schichten 5 



und 21 verzichtet werden. 

Fig. 5 zeigt wiederum einen mehrschichtigen Karten- 
k6rper vor der Laminierung im Querschnitt Die einzel- 
nen Schichten 5, 7 und 9 sind mit den in der Fig. 2 
5 gezeigten Schichten identisch. Die obere Deckschicht 5 
weist jedoch anstatt des Fensters 13 zwei Fenster 25 auf, 
die durch einen Steg 27 getrennt sind. Das elektronische 
Modul 1 wird vor dem Laminieren so in das Fenster 15 
der Kernschicht 7 eingelegt, wie es der Fig. 5 zu entneh- 
io men ist Bei der Rollenlaminierung der Schichten wird 
das Modul 1 mit der Schicht 7 verklebt und zusatzlich 
zwischen den Schichten 5 und 7 eingebettet Bei der 
fertiggestellten IC-Karte liegen die Kontaktflachen des 
Moduls 1 in den Fenstern 25 und die Einbettung zwi- 
15 schen den Schichten wird durch den Steg 27 herbeige- 
fQhrt Ein Modul, das fur die obengenannte Herstel- 
lungstechnik besonders geeignet ist ist in der EP- 
Bl 0 140 230 genau beschrieben. 
Fig. 6 zeigt schlieBlich ein Herstellungsverfahren fUr 
20 eine Papier-IC-Karte, die aus zwei Schichten besteht 
die mittels eines Haftklebers verbunden werden. In ei- 
nem ersten Verfahrensschritt (Fig. 6a) werden aus ei- 
nem mit einem Silikonband 29 beschichteten Haftklebe- 
band 31 Verbundelemente 33 hergestellt Dies geschieht 
25 mit aus der Etikettiertechnik bekannten Verfahren, die 
dem Fachmann gelaufig sind und hier nicht naher erlau- 
tert zu werden brauchen. Zusatzlich ist die Ersteilung 
solcher Verbundelemente aus der DE-OS 41 22 049 be- 
kannt Das mit den Verbundelementen 33 versehene 
30 Silikonband 29 wird mit einer Papierschicht 35 zusam- 
mengefQhrt, die mit einer Haftkleberschicht 37 versehen 
ist Da die Haftung des Verbundelements an der Haft- 
kleberschicht grdfier als an der Silikonschicht ist &Bt 
sich das Verbundelement auf das Haftkleberband 37 
35 Qbertragen, so daB sich das in der Fig. 6b gezeigte Zwi- 
schenprodukt ergibt Bei einem weiteren Verfahrens- 
schritt (Fig. 6c) werden elektronische Module 1 aus ei- 
nem Modulband 39 ausgestanzt und mit dem Verbund- 
element 33 verklebt Das in der Fig. 6c gezeigte Zwi- 
40 schenprodukt wird mit einem vorgestanzten Karton- 
band 17 mit Fenstern 15 derart zusammengefflhrt, daB 
die auf der Papierschicht 35 aufgeklebten Module in den 
Fenstern zu liegen kommen. SchlieBlich werden, wie in 
Fig. 6e gezeigt, die fertiggestellten Papier-IC-Karten 3 
45 aus dem Endlosband ausgestanzt 

AbschlieBend sei erwahnt daB bereits vor der Erstei- 
lung der IC-Karten diejenigen Schichten, die die Deck- 
schichten der Karte bilden, mit Druckbildern etc verse- 
hen werden kdnnen. SchlieBlich kdnnen in die dickeren 
50 Papierschichten bzw. Kartonschichten bei der Herstel- 
Iung dieser Schichten FSden eingearbeitet werden, die 
diese Schichten schwieriger spaltbar machen. Entspre- 
chende Techniken sind aus der Papierverarbeitung be- 
. kannt und solien hier nicht naher erlautert werden. Zur 
55 Verbindung der einzelnen Papier- oder Kartonschich- 
ten kdnnen thermoaktivierbare Kleber, Haftkleber oder 
FlQssigkleber eingesetzt werden. Urn einem Aufspalten 
des Papiers oder Kartons im Bereich der Aussparung 
fur das Modul vorzubeugen, konnen diese Bereiche 
60 durch Gewebe, FlQssigkleber oder Harze verfestigt 
werden. 

Patentanspruche 

1. Ein- oder mehrschichtiger Datentrager, insbe- 
sondere IC-Karten, mit eingebettetem elektroni- 
schen Modul, das zum Austausch von Daten mit 
einem externen Gerat dient dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB der Datentrager aus Papier und/oder 
Karton besteht 

2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB er aus einem Kartenkorper mit einer 
Aussparung besteht, in die das elektronische Modul 5 
eingebettet wird und daB die Abmessungen des 
Kartenkorpers die ISO-Norm ISO 7810 erfullen. 

3. Datentrager nach den Anspruchen 1 bis 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB das eingebettete elek- 
tronische Modul uber Kontaktflachen fur eine be- 10 
riihrende Kontaktaufnahme verfugt und daB die 
Kontaktflachen in einem Bereich des Datentragers 
Iiegen, der durch die ISO-Norm ISO 7816/2 festge- 
Iegt ist 

4. Datentrager nach einem oder mehren der An- 15 
spruche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
KartenkSrper aus einem einschichtigen Karton ge- 
bildet wird, der eine Aussparung zur Aufnahme des 
elektronischen Moduls enthalt 

5. Datentrager nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 20 
zeichnet, daB die Oberflachen des Kartons mit ei- 
ner Oberflachenbeschichtung und mit einem 
Druckbild versehen sind. 

6. Datentrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB er 25 
mehrere Schichten aufweist, wobei zumindest die 
zwischen den Deckschichten des Kartenkorpers 
liegenden Schichten mit Fenstern zur Aufnahme 
des elektronischen Moduls versehen sind. 

7. Datentrager nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB die Schichten durch Kleberschichten 
miteinander verbunden sind, die entweder als ther- 
moaktivierbare Schichten oder als Haftkleber- 
schichten ausgebildet sind. 

8. Datentrager nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB in der Aussparung der zwischen den 
Deckschichten liegenden Mittelschichten ein elek- 
tronisches Modul fur eine beriihrungslose Kontakt- 
abnahme eingebettet ist 

9. Datentrager nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB zumindest eine der Deckschichten 
mit einem Fenster versehen ist, so daB im Karten- 
korper zusammen mit den Fenstern der Mittel- 
schichten eine zweistufige Aussparung gebildet 
wird, in die ein elektronisches Modul fur die beruh- 45 
rende Kontaktabnahme eingebettet wird. 

10. Datentrager nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Deckschichten mit einer Oberfla- 
chenbeschichtung und einem Druckbild versehen 
sind. 50 

11. Verfahren zu Herstellung eines Datentragers, 
insbesondere einer IC-Karte nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— von einer RoIIe in Endlosform ein Karton in 
der Starke des Datentragers bereitgestellt 55 

— in vorgegebenen AbstSnden der Karton mit 
Stanzungen versehen wird, so daB in dem Kar- 
ton Fenster entstehen, 

- im Bereich der Fenster der Karton mit einer 60 
Tiefpragung versehen wird, so daB im Bereich 
der Fenster in dem Karton Vertiefungen mit 
einem groBeren Durchmesser als dem der 
Fenster entstehen, 

- in den derart entstandenen Fenstern des 65 
Kartons elektronische Module eingesetzt wer- 
den, wobei ein erster Bereich des Moduls, der 
Kontaktfiachen fur eine beruhrende Kontak- 



513 Al 

8 

tierung tragt, in der Vertiefung und ein zweiter 
Bereich des Moduls, der einen integrierten 
Schaltkreis tragt, in dem Fenster liegt, 

— die Module in den Fenstern verklebt wer- 
den, 

— einzelne Datentrager aus der Rolle ausge- 
stanzt werden. 

12. Verfahren zur Herstellung eines Datentragers 
nach Anspruch 1, insbesondere einer IC-Karte, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— jeweils von einer Rolle eine obere, eine un- 
tere Deckschicht und mindestens eine Kern- 
schicht bereitgestellt werden, 

— in der Kernschicht in vorbestimmten Ab- 
standen Fenster eingestanzt werden, 

— die Kernschicht und die untere Deckschicht 
zusammengefuhrt und verklebt werden, wobei 
an den Positionen der Fenster in der Kern- 
schicht Aussparungen entstehen, 

— in die entstehenden Aussparungen ein elek- 
tronisches Modul fur die beriihrungslose Kon- 
taktabnahme eingebracht wird, 

— die Kernschicht mit der oberen Deckschicht 
zusammengefuhrt und verklebt wird und 

— aus dem entstandenen Band einzelne Da- 
tentrager ausgestanzt werden. 

13. Verfahren zur Herstellung eines Datentragers, 
insbesondere einer IC-Karte nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB 

— jeweils von einer Rolle eine obere, eine un- 
tere Deckschicht und mindestens eine Kern- 
schicht bereitgestellt wird, 

— die Kernschicht und die obere Deckschicht 
durch Stanzungen mit Fenstern versehen wer- 
den, wobei die Offnungen in der Deckschicht 
groBer sind als die Offnungen in der Kern- 
schicht, 

— die drei Schichten miteinander verbunden 
werden, so daB ein Band entsteht, das in vorbe- 
stimmten Abstanden Uber zweistufige Ausspa- 
rungen verfugt, 

— in die zweistufigen Aussparungen elektroni- 
sche Module eingebracht werden, wobei ein 
Teil des elektronischen Moduls, der Kontakt- 
fiachen fOr eine beruhrende Kontaktabnahme 
tragt, in dem oberen Bereich der Aussparung 
liegt und ein Teil des elektronischen Moduls, 
der einen integrierten Schaltkreis aufnimmt, in 
dem unteren Bereich der Aussparung liegt, 

— aus dem entstandenen Band einzelne Da- 
tentrager ausgestanzt werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Module vor dem Verbinden der 
einzelnen Schichten in den Kartenaufbau eingelegt 
werden und beim Verbinden der Schichten direkt in 
den entstehenden Aussparungen verklebt werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Module nach dem Verbinden der 
einzelnen Schichten in die Aussparungen einge- 
klebt werden. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die einzelnen Schich- 
ten durch thermoaktivierbare Klebeschichten mit- 
einander verbunden werden, die durch geheizte La- 
mini errollen aktiviert werden. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die einzelnen Schich- 
ten durch Haftkleber miteinander verbunden wer- 
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